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(57) Abstract: The invention relates to an an- 
ode for a capacitor, wherein the anode lead (9) is 
configured as a planar structure and establishes 
a large-surface connection with an anode body 
(1). The end of the anode lead (9) that is guided 
through the anode body (1) is bent in the form 
of a connecting link. The invention also relates 
to three different methods of producing the an- 
ode body, using a paste (18), a green film or a 
powder. 


(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Anode fur einen Kondensator, bei der ein Anodenableiter (9) flachig gestaltet 
Q ist und fur eine groBflachige Verbindung mit einem Anodenkbrper (1) sorgt Das aus dem Anodenkorper (1) herausgefUhrte Ende 

des Anodenableiters (9) ist zu einer AnschluBlasche gebogen. Fiir die Herstellung des Anodenkorpers werden drei verschiedene 
^ Verfahren der Verarbeitung einer Paste (18), einer Qrunfolie und eines Pulvers vorgesteUt. 
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Beschreibung 

Anode fur Elektrolytkondensatoren, Elektrolyt-Kondensator und 
Verfahren zur Herstellung der Anode 


Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anode fur Elektrolyt- 
kondensatoren mit einem Anodenkorper und einem Anodenablei- 
ter. Ferner betrifft die Erfindung einen Elektrolyt- 
Kondensator mit der Anode, einem die Anode umgebenden Dielek- 
10 trikum, einer auf dem Dielektrikum vorgesehenen Schichtkatho- 
de, einer. aus dem Anodenableiter geformten ersten AnschluSla- 
sche und einer mit der Schichtkathode verbundenen zweiten An- 
schlufilasche . Ferner betrifft die vorliegende Erfindung Ver- 
fahren zur Herstellung der Anode. 

15 

Bei dem Kondensator handelt es sich vorzugsweise urn einen 
Chipkondensator . Jedoch ist die vorliegende Erfindung ohne 
weiteres auch auf andere Kondensatoren, wie beispielsweise 
gehauselose Kondensatoren, anwendbar. Ein gehauseloser Kon- 
20 densator hat eine geringe Bauhohe und wird beispielsweise in 
eine Hybridschaltung integriert. Im folgenden soil jedoch da- 
von ausgegangen werden, dag der erf indungsgemaSe Kondensator 
ein Chipkondensator ist. 

2 5 Chipkondensatoren, insbesondere Tantal-Chipkondensatoren 

zeichnen sich durch ein hohes volumenspezif isches Kapazitats- 
Spannungs-Produkt , auch "CV-Produkt 11 genannt , aus. Das heiSt, 
bei diesen Kondensatoren ist der Wert des auf das Volumen be- 
zogenen Produktes aus Kapazitat und an den Kondensator anleg- 

3 0 barer Spannung besonders groS. Weitere vorteilhafte Eigen- 

schaften von Chipkondensatoren liegen in einem stabilen Tem- 
peratur- und Frequenzverhalten, einem niedrigen Reststrom und 
einem kleinen Verlustf aktor . 


5 


35 


Infolge dieser hervorragenden Eigenschaf ten werden speziell 
Tantal-Chipkondensatoren fur eine Vielzahl von Anwendungen 
auf den verschiedensten Gebieten eingesetzt. Neue Anwendun- 
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gen, anspruchsvolle Einsatzbedingungen und eine zunehmende 
Miniaturisierung in der Elektronik lassen die Anf orderungen 
an Chipkondensatoren standig groSer werden. 

5 Fig. 24 zeigt den Aufbau eines herkommlichen Tantal -Chipkon- 
densators in einem schematischen Schnitt, wahrend in Fig. 25 
der Anodenkorper dieses Chipkondensators in seitlicher An- 
sicht und in Fig. 2 6 der Anodenkorper in Draufsicht gezeigt 
ist. 

10 

Dieser herkommliche Chipkondensator besteht aus dem Anoden- 
korper 1, einem Dielektrikum 2 und einer Schichtkathode 3, 
die ein eigentliches Kondensatorelement bilden. 

15 AufSerdem ist ein Gehause 4 vorgesehen, das wichtige Schutz- 
funktionen fur das Kondensatorelement ubernimmt . 

Zu dem Kondensatorelement aus dem Anodenkorper 1, dem Dielek- 
trikum 2 und der Schichtkathode 3 fuhrt ein Tantaldraht 5, 
2 0 der im Inneren des Gehauses 4 mit einer ersten Metallasche 6 
verbunden ist. Mittels eines Leitklebers 8 ist die Schichtka- 
thode 3 an eine zweite Metallasche 7 angeschlossen, die wie 
die Metallasche 6 aus dem Gehause 4 herausgef uhrt ist. 

25 Derartige Chipkondensatoren werden in unterschiedlichen Gro- 
fien des Gehauses 4 mit meist genormten Grundf lachenmafien und 
Bauhohen gefertigt. Folglich mufi zur Erzielung eines hoheren 
CV-Produktes der Volumenanteil des Kondensatorelementes bzw. 
des in diesem enthaltenen Anodenkorpers 1 gesteigert werden. 


Aufgrund der Verwendung des Tantaldrahtes 5 im Anodenkorper 1 
(vgl . hierzu insbesondere auch die Fig. 25 und 26) als an- 
odenseitigem Ableiter kann die Gehauseausnutzung kaum noch 
gesteigert werden. Das freie Ende des Tantaldrahtes 5 wird 
35 namlich an die Metallasche 6 geschweifit, die beim fertigen 

Chipkondensator den elektrischen Anschlufi an eine elektroni- 
sche Schaltung auf einer Leiterplatte zusammen mit der ande- 


30 
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ren Metallasche ubernehmen soil. Bei einer derartigen Bauwei- 
se ist speziell plusseitig der Abstand zwischen dem Kondensa- 
torelement und der Gehausewand besonders groS. Der durch den 
Tantaldraht 5 gebildete Abstand zwischen der plusseitigen Me- 
5 tallasche 6 und dem Kondensatorelement bzw. dem Anodenkorper 
1 kann f ertigungsbedingt kaum weiter verringert werden. Mit 
anderen Wort en, bei dem bekannten Chipkondensator wird das 
Gehausevolumen nur unzureichend ausgenutzt. 

10 Aus der Druckschrift DD-PS 215 420 ist ein Tantal-Chip- 
Kondensator bekannt, bei dem ein Anodenableiter in einen 
zweiteiligen, durch Strangpressen vorgef ertigten Anodenkorper 
eingebettet wird. Anschliefiend wird der Anodenkorper mit dem 
Anodenableiter gesintert. Die Verwendung von zwei vorgepress- 

15 ten Teil-Anodenkorpern hat den Nachteil, dafi aufgrund ferti- 
gungsbedingter Toleranzen keine exakte Formschlussigkeit des 
Anodenkorpers mit dem Anodenableiter erreicht werden kann. 
Dadurch verschlechtert sich der elektrische Kontakt zwischen 
Anodenkorper und Anodenableiter. 

20 

Aus der Druckschrift DE 3 6 34 103 Al ist ferner ein Tantal- 
kondensator bekannt, bei dem ein drahtf ormiger Anodenableiter 
von einem Tantalpulver umpresst ist. Dieser Kondensator hat 
den Nachteil einer geringen Kontaktf lache zwischen dem draht- 

2 5 formigen Anodenableiter und dem Anodenkorper. Daraus resul- 

tiert ein erhohter ohmscher Widerstand des Kondensators, der 
die elektrischen Werte des Kondensators negativ beeinflussen 
kann. Dieser Effekt ist unerwunscht. 

30 Es ist ferner aus der Druckschrift US 3, 903,589 ein Tantal- 
kondensator bekannt, dessen Anode durch Eintauchen des An- 
odenableiters in eine metallpulverhaltige Dispersion herge- 
stellt wird. Beim Herausziehen des Anodenableiters aus der 
Dispersion bleibt ein Tropfen auf dem Anodenableiter hangen, 

3 5 der danach getrocknet und gesintert wird. Dieser Tantalkon- 

densator hat den Nachteil, daS der Anodenkorper nicht mit ei- 
ner definierten Geometrie herstellbar ist. Der bekannte Kon- 
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densator hat aufgrund der fehlenden optimierten Anodengeome- 
trie und der weiten Toleranzen eine schlechte Volumenausnut- 
zung . 

5 Ziel der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Anode an- 
zugeben, die eine groSe Kontaktf lache zwischen dem Anodenab- 
leiter und dem Anodenkorper aufweist, deren Anodenkorper eine 
fest vorgegebene Form hat und bei der ein guter elektrischer 
Kontakt zwischen dem Anodenkorper und dem Anodenableiter be- 
10 steht. 

Die Erfindung gibt eine Anode fur einen Elektrolyt- 
Kondensator an mit einem Anodenkorper einer fest vorgegebenen 
Form und mit einem flachigen Anodenableiter, bei der der An- 
15 odenkorper aus einem kontinuierlich verformbaren Material, 
das verfestigt werden kann, an den Anodenableiter angeformt 
ist . 

Ferner gibt die Erfindung einen Kondensator an, bei dem der 
20 Anodenkorper von einem Dielektrikum umgeben ist, bei dem auf 
dem Dielektrikum eine Schichtkathode vorgesehen ist, bei dem 
ein weiterer Endabschnitt des Anodenableiters zu einer ersten 
AnschluSlasche geformt ist und bei dem die Schichtkathode mit 
einer zweiten AnschluSlasche verbunden ist. 

25 

Die erf indungsgemaSe Anode hat den Vorteil, daS durch Anfor- 
men des gesamten Anodenkorpers in Form eines kontinuierlich 
verformbaren Materials an den Anodenableiter ein homogener 
Anodenkorper mit einer guten Formschlussigkeit zum Anodenab- 
3 0 leiter sowie mit einem guten elektrischen Kontakt zum Anoden- 
ableiter gestaltet werden kann. 

Ferner hat die erf indungsgemafee Anode den Vorteil, dafi durch 
die Formgebung des Anodenkorpers mit Hilfe eines kontinuier- 
35 lich verformbaren Materials eine beliebige Formgebung mit 

Hilfe entsprechender Formen, die vor oder nach dem Verfesti- 
gen des Anodenkorpers entfernt werden, erfolgen kann. Das Ma- 
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terial, aus dem der Anodenkorper gebildet wird, kann bei- 
spielsweise eine metallpulverhaltige Paste, eine aus der Pa- 
ste hergestellte Grunfolie oder ein geeignetes Metallpulver 
selbst sein. 

5 

Durch die flachige Gestaltung des Anodenableiters, der in den 
Anodenkorper aus beispielsweise gesintertem Tantalpulver ein- 
gesintert ist, wird im Vergleich zu einem eingesinterten Tan- 
taldraht bei gleicher Querschnittsf lache eine groSere Kon- 

10 taktf lache zwischen Anodenableiter und Anodenkorper erreicht. 
Die Anzahl der Pulverpartikel , die die Oberf lache des Anoden- 
ableiters beruhren, ist erhoht, und damit wird die durch- 
schnittliche Lange der aus miteinander versinterten Tantal- 
partikeln bestehenden Strompfade zwischen dem Dielektrikum 

15 und dem Anodenableiter reduziert . Als Folge hiervon konnen 
verringerte Widerstandswerte und eine erhohte Kapazitat bei 
hohen Frequenzen erreicht werden. 

Die Verwendung eines f lachigen Anodenableiters im Anodenkor- 
20 per verringert aufierdem bei StromfluS die Gefahr einer loka- 
len Uberhitzung an den Ubergangen zwischen dem Anodenableiter 
und einem durch die versinterten Tantalpartikel gebildeten 
feinen Netzwerk. An diesen Ubergangen treten namlich hohere 
Stromdichten als im sich anschlieSenden Netzwerk auf . Solche 
25 lokalen Uberhitzungen konnen eine Ursache fur plotzlich auf- 
tretendes und dramatisch verlaufendes Abbrennen von Chipkon- 
densatoren sein. 

Wesentlich an dem erf indungsgemaSen Kondensator bzw. Anode 
3 0 ist insbesondere die Verwirklichung einer festen und grofif la- 
chigen Verbindung zwischen dem Anodenkorper aus einem kapazi- 
tatsbildenden, of fenporigen Sinterkorper und einem Anodenab- 
leiter mit groSer Oberf lache. Fur alle diese Komponenten wird 
bevorzugt Tantal oder auch ein anderes geeignetes Metall wie 
35 Niob oder ein Material eingesetzt, das die Ausbildung einer 
Schicht mit einer hohen Dielektrizitatskonstante gestattet. 
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Es ist daruber hinaus eine Anode vorteilhaft, bei der der An- 
odenkorper einen Endabschnitt des Anodenableiters vollstandig 
umschlieSt. Dadurch kann eine optimale Ausnutzung der Ober- 
flache des Anodenableiters zur Kontaktierung des Anodenkor- 


chanische Stabilitat der Anode gewahrleistet . 

Ferner gibt die Erf indung ein Verfahren zur Herstellung der 
erf indungsgemaSen Anode an, wobei ein kontinuierlich verform- 

10 bares Material, das verfestigt werden kann, unter gleichzei- 
tiger aufierer Formgebung an einen flachigen Anodenableiter 
angeformt und anschliefiend zur Bildung eines Anodenkorpers 
verfestigt wird. Durch das gleichzeitige Anformen des Materi- 
als an den Anodenableiter und das Definieren der auSeren Form 

15 des Anodenkorpers mit Hilfe eines kontinuierlich verf ormbaren 
Materials entfallen aufwendige Nachbearbeitungsprozesse zur 
Formgebung des Anodenkorpers . 

Es ist ein Verfahren besonders vorteilhaft, wobei eine Paste, 

2 0 die ein Bindersystem und ein Pulver enthalt, auf den Anoden- 

ableiter aufgetragen und sodann getrocknet und gesintert 
wird. Die Paste kann dabei mittels unterschiedlicher Methoden 
mit dem Anodenableiter zu einer Anode gestaltet werden. Es 
kann beispielsweise eine aus der Druckschrift DE 199 27 909 
25 Al bekannte Paste, bestehend aus einer diskreten Phase mit 

einem Metallpulver und einer kontinuierlichen Phase mit orga- 
nischen Verbindungen verwendet werden, 

Der erf indungsgemafie Kondensator ist SMD-fahig (SMD = Surface 

3 0 Mounted Device) . Durch die Verwendung einer Paste ist die 

Verarbeitung von hoch- und hochstkapazitiven Tantalpulvern 
vereinf acht . 

Ferner gibt die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung der 
35 erf indungsgemafien Anode an, wobei ein flachiger Anodenablei- 
ter mit einem Pulver umpresst wird, aus dem der Anodenablei- 
ter an einer Seite herausragt . AnschlieSend wird der PreSling 


5 pers erzielt werden. Des weiteren ist dadurch eine hohe me- 
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gesintert. Das erf indungsgemaSe Verfahren kann vorteilhaft so 
durchgefuhrt werden, daS ein Anodenableiter in Form eines 
streif enf ormigen Blechs in eine in einer PreSmatrize befind- 
lichen Schiittung aus dem Pulver eingeschoben wird und danach 
5 der PreSvorgang erf olgt . 

Das fur den Anodenableiter bevorzugt verwendete Material Tan- 
tal ist sehr teuer, so daS der fur das Verfahren verwendete 
Streif en moglichst dunn sein sollte. Andererseits muS das 

10 verwendete Tantalblech eine ausreichende mechanische Stabili- 
tat aufweisen, so daS es in die Pulverschiittung eingeschoben 
und spater zu einer mechanisch stabilen Lasche gebogen werden 
kann. Unter diesen Randbedingungen haben sich streif enf ormige 
Anodenableiter einer Breite zwischen 0,3 und 5 mm und einer 

15 Dicke zwischen 50 und 150 jam als geeignet erwiesen. Diese An- 
odenableiter weisen ein Verhaltnis Breite/Dicke zwischen 2 


und 10 0 auf. 

Das Pressen des Pulvers kann besonders vorteilhaft durch 
20 Querpressen erfolgen, d. h. durch Pressen quer zu der Rich- 
tung, in der sich der streif enf ormige Anodenableiter er- 
streckt . 

Die weiteren Fert igungsschritte entsprechen der konventionel- 
25 len Tantal -Chipkondensatorf ertigung . So wird in der Formie- 
rung genannten Prozedur auf der inneren und auSeren Oberfla- 
che des gesintert en Anodenkorpers das Dielektrikum aus Tan- 
talpentoxid gebildet. Nach dem Aufbringen der Kathodenschich- 
ten folgt die Herstellung von KathodenanschluS und Gehause . 
30 Die dem plusseitigen elektrischen Anschlufi dienende Anodenla- 
sche aus Tantal kann in der erf indungsgemaSen Ausfuhrung zum 
Zwecke der Lot- oder Verklebbarkeit nachbehandelt werden, was 
auch fur die anderen Ausf uhrungsbeispiele gilt. 

35 In Abwandlung der obigen erf indungsgemateen Ausfuhrung des 

Tantal -Chipkondensat or s wird das Tantalpulver noch mit einem 
Additiv versetzt, das aufgrund seiner Schmierwirkung den 
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PreSvorgang leichter gestaltet und das PreSwerkzeug schont . 
Auch werden die Rieself ahigkeit des Pulvers und die mechani- 
sche Stabilitat des PreSlings durch die Bindewirkung des Ad- 
ditivs verbessert . Ein ubliches Additiv ist Campher. Es soll- 
te vor dem Sintern des PreSlings nach Moglichkeit ruckstands- 
frei entfernt werden. 

Anstelle von Tantal konnen auch andere geeignete Metalle, wie 
beispielsweise Niob, oder auch Legierungen von geeigneten Me- 
tallen oder auch andere Materialien, die die Fahigkeit zur 
Ausbildung eines Dielektrikums besitzen, verwendet werden. 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeichnungen naher 
erlautert . Es zeigen: 

Fig. 1 bis 3 schematische Darstellungen zur Erlauterung 


Fig. 7 bis 13 schematische Darstellungen zur Erlauterung 

eines ersten Verfahrens zum Herstellen eines 
Anodenkorpers , 

Fig. 14 und 15 schematische Darstellungen zur Erlauterung 

einer Abwandlung des Verfahrens nach den Fig. 
7 bis 13, 

Fig. 16 bis 23 schematische Darstellungen zur Erlauterung 

eines zweiten Verfahrens zum Herstellen eines 
Anodenkorpers und 


eines ersten Ausf uhrungsbeispiels der Erfin- 
dung, 


Fig. 4 bis 


6 


schematische Darstellungen zur Erlauterung 
eines zweiten Ausf uhrungsbeispiels der Erfin- 
dung, 


Fig. 24 bis 26 


schematische Darstellungen zur Erlauterung 
eines herkommlichen Chipkondensators . 
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Die Fig. 24 bis 2 6 sind bereits eingangs beschrieben worden . 
In den Figuren werden einander entsprechende Bauteile jeweils 
mit den gleichen Bezugszeichen versehen. 

5 

Fig. 1 zeigt einen erf indungsgemaSen Chipkondensator mit ei- 
nem eigentlichen Kondensatorelement aus einem Anodenkorper 1, 
einem Dielektrikum 2, einer Schichtkathode 3 und einem fla- 
chigen Anodenableiter 9, der in den Anodenkorper 1 hinein- 

10 reicht . Der Anodenkorper 1 besteht aus einem porosen Metall- 
sinterkorper, der, wie weiter unten noch naher erlautert wer- 
den wird, aus einer metallpulverhaltigen Paste, die getrock- 
net und gesintert ist, aufgebaut wird und dabei eine feste 
und groSflachige Verbindung mit dem Anodenableiter 9 her- 

15 stellt. 

Der Anodenableiter 9 wird vorzugsweise aus Tantal herge- 
stellt, das in vorteilhaf ter Weise auch als Metall fur das 
Metallpulver der Paste verwendet wird. 

20 

Die Schichtkathode 3 ist wie bei dem herkommlichen Chipkon- 
densator der Fig. 24 iiber einen Leitkleber 8 mit der Metalla- 
sche 7 verbunden. 

25 Der Anodenableiter 9 erfiillt die Funktionen des Tantaldrahtes 
5 sowie der Metallasche 6 des herkommlichen Chipkondensators 
von Fig. 24: er ist hierzu zu einer Kontaktlasche gebogen 
bzw. ausgebildet (vgl . insbesondere Fig. 2 und 3), wodurch 
plusseitig der Abstand zwischen dem Kondensatorelement und 

3 0 dem Rand des Gehauses 4 verringert werden kann. Das Volumen 

des Gehauses 4 des Bauelementes wird somit besser ausgenutzt, 
um in vorteilhaf ter Weise ein hoheres CV-Produkt zu erzielen. 
Auch kann bei gleichbleibendem Volumen des Anodenkorpers 1 
eine kleinere GroSe fur das Gehause 4 gewahlt werden. Bei 

3 5 gleicher Gr6£e des Gehauses 4 kann durch die Erfindung das 
Kondensatorelement bzw. der Anodenkorper 1 groSer gestaltet 
werden als beim Stand der Technik nach den Figuren 24 bis 26. 
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Der erf indungsgema&e Chipkondensator mit dem flachigen An- 
odenableiter 9 im Anodenkorper 1 erlaubt die Herstellung au- 
fierst flacher Kondensatorelemente, wie dies schematisch aus 
5 den Fig. 4 bis 6 zu ersehen ist. Die Fig. 5 zeigt dabei wie 
die Fig. 2 eine seitliche Ansicht des Anodenkorpers 1 mit dem 
Anodenableiter 9, wahrend in der Fig. 6, ahnlich wie in der 
Fig. 3, eine Draufsicht auf den Anodenkorper 1 mit dem An- 
odenableiter 9 dargestellt ist. Allerdings ist in den Fig. 3 
10 und 6 der Anodenableiter 9 in seiner gesamten Ausdehnung dar- 
gestellt,. obwohl er an sich teilweise durch den Anodenkorper 
1 abgedeckt ist . 

Durch die flache Ausfuhrung entsprechend dem Ausf uhrungsbei- 
15 spiel der Fig. 4 bis 6 wird eine besonders groSe Mantelflache 
erhalten, was kurze Strompfade ermoglicht und eine Verbesse- 
rung der elektrischen Eigenschaf ten bewirkt . Auch konnen die 
auSerst flachen Kondensatorelemente gegebenenf alls ohne Ge- 
hause in Hybridschaltungen integriert werden. 


Fur die Herstellung eines Anodenkorpers wird eine Paste aus 
einem Bindersystem und einem Tantalpulver auf eine Tantalfo- 
lie oder ein Tantalblech 10 der Dicke 50 bis 150 /im unter 
Verwendung einer Schablone 11 gedruckt . Fig. 7 zeigt eine 

25 Draufsicht dieser Schablone 11, wahrend in Fig. 8 eine Sei- 
tensicht des Tantalbleches 10 zusammen mit der Schablone 11 
gezeigt und in Fig. 9 die Schablone 11 mit Tantalpaste 12 ge- 
fullt ist. Das Tantalblech 10 zusammen mit der auf gerakelten 
bzw. aufgedruckten Tantalpaste 12 wird nach Entfernen der 

30 Schablone 11 getrocknet und gesintert, so daS die in Fig. 10 
in Seitenansicht gezeigte Anordnung erhalten wird. 

Die Anordnung von Fig. 10 wird schlieSlich langs der Punktli- 
nien (vgl . Fig. 11) zugeschnitten, so da£ auf diese Weise An- 
35 odenkorper erhalten werden, die mit dem Tantalblech 10 ver- 

bunden sind. Fig. 12 zeigt eine Seitensicht eines solchen An- 
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odenkorpers mit einem Tantalblech 10, wahrend in Fig. 13 eine 
Draufsicht hiervon dargestellt ist. 

Gegebenenf alls kann das Zuschneiden in die einzelnen Anoden- 
5 korper (vgl . Fig. 11) bei ausreichender Trocknung auch vor 
dem Sintern erfolgen. 

Die sich anschlieSenden Verf ahrensschritte entsprechen der 
herkommlichen Tantal -Chipkondensatorf ertigung . So wird in ei- 

10 ner Formierung genannten Prozedur auf der inneren und auSeren 
Oberflache des gesinterten Anodenkorpers 1 das Dielektrikum 2 
aus Tantalpentoxid gebildet . Nach dem Aufbringen der Schicht- 
kathode 3 folgt die Herstellung von KathodenanschluS bzw. Me- 
tallasche 7 und Gehause 4. Die als plusseitiger elektrischer 

15 AnschluS dienende Anodenlasche aus dem Anodenableiter 9 aus 
Tantal kann zum Zwecke der Verbesserung der Lot- bzw. Ver- 
klebbarkeit noch nachbehandelt werden. 

In Abwandlung des Aus fuhrungsbei spiels der Fig. 7 bis 13 ist 
2 0 es moglich, das Tantalblech 10 beidseitig mit der Tantalpaste 
12 zu bedrucken, was in einem Arbeitsgang erfolgen kann. Beim 
Bedrucken in zwei Schritten wird nach dem Bedrucken der er- 
sten Seite des Tantalbleches 10 die auf diese Seite aufgetra- 
gene Paste vorgetrocknet . Unabhangig davon, ob das Bedrucken 
25 in einem Arbeitsgang oder in zwei Arbeitsgangen vorgenommen 
wird, wird schlieSlich eine Anordnung erhalten, wie diese in 
den Fig. 14 und 15 dargestellt ist, wobei Fig. 14 eine Sei- 
tensicht zeigt, wahrend in Fig. 15 eine Draufsicht auf das 
Tantalblech 10 mit dem aus zwei Teilen bestehenden Anodenkor- 
30 per gezeigt ist. 

Die Herstellung des Anodenkorpers fur den Chipkondensator ist 
auch durch Siebdrucken moglich, wozu eine Paste aus einem 
Bindersystem und Tantalpulver auf eine Tantalfolie oder ein 
35 Tantalblech 10 der Dicke 50 bis 150 ftm siebgedruckt wird. Das 
Tantalblech 10 mit der siebgedruckten Tantalpaste 12 wird wie 
in den vorangehenden Beispielen getrocknet und gesintert. 
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Nach dem Sintern wird das Tantalblech 10 zugeschnitten. Auf 
diese Weise werden einzelne Anodenkorper mit einem Anodenab- 
leiter aus Tantalblech 10 oder Tantalfolie entsprechend den 
Fig. 12 und 13 erhalten. Auch hier kann das Zuschneiden bei 
5 ausreichender Trocknung vor dem eigentlichen Sintern erfol- 
gen. 

Die weiteren Verf ahrensschritte werden in der oben erlauter- 
ten Weise ausgefuhrt. 

10 

Das Siebdrucken auf das Tantalblech 10 ist auch beidseitig 
moglich, was gegebenenf alls in einem Arbeitsgang erfolgen 
kann. Wird das Drucken in zwei Schritten vorgenommen, so kann 
nach dem Bedrucken der ersten Seite des Tantalbleches 10 mit 
15 der Paste ein Vortrocknen vorgenommen werden. Auf diese Weise 
wird schlieSlich die in den Fig. 14 und 15 gezeigte Anordnung 
mit dem Tantalblech 10 und den zu Anodenkorpern gesinterten 
Tantalpasten 12 erhalten. 

2 0 Bei einem anhand der Fig. 16 bis 2 3 erlauterten Ausfuhrungs- 
beispiel der Erfindung wird ein Anodenableiter von einer Me- 
tallpulverpaste komplett eingefaSt, so daS der Anodenableiter 
nur auf einer Seite aus einem aus der Metallpulverpaste durch 
Trocknen und Sintern erzeugten Anodenkorper 2 0 herausragen 

25 kann, wie dies zunachst in den Fig. 22 und 23 in Seitensicht 
bzw. Draufsicht gezeigt ist. Fur die Herstellung einer sol- 
chen Anordnung kann ein mehrstufiges Schablonenverf ahren ein- 
gesetzt werden, bei dem zunachst zwischen zwei Lochmasken 13, 
14 Streifen 15 aus Tantalfolie oder Tantalblech mit einer 

30 Dicke von 50 bis 150 fim plaziert werden. Fig. 16 zeigt eine 
Draufsicht auf die Lochmaske 13 mit den Streifen 15, wahrend 
in Fig. 17 eine Seitensicht der Lochmasken 13, 14 mit den 
Streifen 15 auf einer ersten Basisplatte 16 dargestellt ist. 
Der Anteil des Streifens 15, der in das Loch der Lochmasken 

35 13, 14 hineinragt, kann durch einen Abstandhalter 17 abge- 
stutzt werden (vgl . Fig. 17). Dieser Abstandhalter 17 kann 


^^CT/DE00/02845 

13 

gegebenenf alls auch Teil der Basisplatte 16 sein oder auf ihr 
fixiert werden. 

Nach dem Vortrocknen einer eingerakelten Paste 18 (vgl. Fig. 

18) wird eine weitere Basisplatte 19 aufgelegt (vgl. Fig. 

19) , die erste Basisplatte 16 mit den Abstandhaltern 17 wird 
entfernt (vgl. Fig. 20), und es wird ein zweites Mai Metall- 
pulverpaste eingerakelt (vgl. Fig. 21). Nach dem Ausformen 
werden ein Trocknen und Sintern vorgenommen . Auf diese Weise 
konnen die Anordnungen der Fig. 22 und 23 mit dem Anodenkor- 
per 2 0 erhalten werden. 

Alternativ ist es fur die Herstellung eines Chipkondensators 
auch moglich, einen Streifen aus Tantalfolie oder Tantalblech 
mit einer Dicke von 50 bis 150 fim mit einer Paste aus einem 
Bindersystem und einem Tantalpulver zu umspritzen, zu umpres- 
sen oder zu umgieSen. Nach einem Ausformen wird der so erhal- 
tene Anodenkorper getrocknet und gesintert. Auf diese Weise 
werden einzelne Anodenkorper mit einem Anodenableiter aus 
Tantalfolie oder Tantalblech entsprechend den Fig. 22 (Sei- 
tensicht) und 23 (Draufsicht) erhalten, welche in der oben 
erlauterten Weise weiterbehandelt werden. 

SchlieSlich kann zur Herstellung eines Anodenkorpers auch aus 
25 einer Paste, die aus einem Bindersystem und Tantalpulver be- 
steht, eine elastische, folienartige Masse (Grunfolie) vorge- 
fertigt werden, welche zugeschnitten und mit der Tantalfolie 
oder dem Tantalblech mit einer Dicke von 50 bis 150 fxm ver- 
klebt wird. Nach einem Trocknen und Sintern werden einzelne 
30 Anodenkorper mit einem Anodenableiter aus Tantalfolie oder 

Tantalblech erhalten, wie diese in den Fig. 22 und 23 darge- 
stellt sind. 
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Die durch das weiter oben beschriebene PreSverf ahren mit Pul- 
ver hergestellten Anodenkorper sehen genauso aus, wie die in 
Fig. 22 und Fig. 23 dargestellten. 
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Patent anspruche 

1. Anode fur einen Elektrolyt-Kondensator mit einem Anoden- 
korper (1; 20) einer fest vorgegebenen Form und mit einem 
flachigen Anodenableiter (9) , bei der der Anodenkorper 
(1; 20) aus einem kontinuierlich verformbaren Material, 
das verfestigt werden kann, an den Anodenableiter (9) an- 
gef ormt ist . 

2 . Anode nach Anspruch 1 , 

bei der der Anodenkorper (1; 20) einen Endabschnitt des 
Anodenableiters (9) vollstandig umschliefit. 

3 . Anode nach Anspruch 1 Oder 2 , 

bei der der Anodenkorper (1; 20) aus einem offenporigen 
Sinterkorper besteht . 

4 . Anode nach Anspruch 3 , 

bei der der Sinterkorper aus einem geeigneten Metall wie 
Tantal oder Niob oder einer geeigneten Metall -Legierung 
oder einem anderen zur Ausbildung eines Dielektrikums fa- 
higen Material hergestellt ist. 

5. Anode nach einem der Anspruche 1 bis 4, 

bei der der Anodenableiter (9) aus einem geeigneten Me- 
tall wie Tantal oder Niob oder einer geeigneten Metall- 
Legierung oder einem anderen zur Ausbildung eines Dielek- 
trikums fahigen Material hergestellt ist. 

6. Anode nach einem der Anspruche 1 bis 5, 

bei der der Anodenableiter (9) die Form eines Blechstrei- 
fens mit einem Verhaltnis Breite/Dicke zwischen 2 und 100 
aufweist . 

7. Kondensator mit einer Anode nach Anspruch 1 bis 6, 

bei dem der Anodenkorper (1; 2 0) von einem Dielektrikum 
(2) umgeben ist, bei dem auf dem Dielektrikum (2) eine 
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Schichtkathode (3) vorgesehen ist, bei dem ein weiterer 
Endabschnitt des Anodenable iters (9) zu einer ersten An- 
schluSlasche geformt ist und bei dem die Schichtkathode 
(3) mit einer zweiten AnschluSlasche verbunden ist. 

8. Verfahren zur Herstellung einer Anode nach einem der An- 
spruche 1 bis 6 , 

wobei ein kontinuierlich verformbares Material, das ver- 
festigt werden kann, unter gleichzeitiger auSerer Formge- 
bung an einen flachigen Anodenableiter (9) angeformt und 
anschliefiend zur Bildung eines Anodenkorpers (1; 20) ver- 
festigt wird. 

9 . Verfahren nach Anspruch 8 , 

wobei eine Paste (18) aus einem Bindersystem und einem 
Pulver auf den Anodenableiter (9) aufgetragen und sodann 
getrocknet und gesintert wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, 

wobei die Paste (18) unter Verwendung einer Schablone 
(11) durch Drucken aufgetragen wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 9, 

wobei die Paste (18) durch Siebdrucken aufgetragen wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 11, 

wobei die Paste (18) beidseitig auf den Anodenableiter 
(9) aufgetragen wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 9, 

wobei die Paste (18) mittels zweier Masken, von denen je- 
de jeweils einer Seite des Anodenableiters (9) zugeordnet 
ist, auf den Anodenableiter (9) aufgetragen wird. 

14 . Verfahren nach Anspruch 13 , 
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wobei ein einen Rand eines Loches der Maske uberragendes 
Ende des Anodenableiters (9) mit einem Abstandhalter (17) 
abgestiitzt wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 9, 

wobei die Paste (18) durch Umspritzen, Umpressen oder Um- 
gieSen auf den Anodenablei ter (9) aufgetragen wird. 

16. Verfahren nach Anspruch 9, 

wobei aus der Paste (18) eine Grunfolie gefertigt wird, 
die zugeschnitten und mit dem Anodenableiter (9) verklebt 
wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 8, 

wobei der Anodenableiter (9) mit einem Pulver umpreSt 
wird, so daS ein PreSling entsteht, aus dem der Anodenab- 
leiter (9) an einer Seite herausragt, und wobei der Pre£- 
ling anschlieSend gesintert wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 17, 

wobei der flachige Anodenableiter (9) vor dem Pressen in 
eine Pulverschuttung des Pulvers eingeschoben wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, 

wobei fur den Anodenableiter (9) ein streif enf ormiges 
Blech mit einem Verhaltnis Breite/Dicke zwischen 2 und 
10 0 verwendet wird. 

20. Verfahren nach Anspruch 17 bis 19, 

wobei fur den Anodenableiter (9) eine Tantalfolie oder 
ein Tantalblech (10) vorgesehen wird. 

21. Verfahren nach Anspruch 17 bis 20, 

wobei fur das Pulver ein Tantalpulver vorgesehen wird. 
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22. Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 21, 

wobei dem Pulver ein Additiv mit Schmierwirkung, insbe- 
sondere Campher, beigefiigt wird. 

23. Verfahren nach Anspruch 22, 

wobei das Additiv vor dem Sintern entfernt wird. 
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